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Abstract (en)
The method involves fixing contact components on a transport strip (1). The components are forwarded and manipulated through the transport strip
by respective tools. The transport strip is reduced in thickness by deformation in a region (8) between two adjacent parts so that spacing between
the parts is increased. The deformation is done by rolling and embossing the transport strip over an entire width. An Independent claim is also
included for a transport strip with parts for electrical plug connectors.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung und/oder Bearbeitung von Kontaktelementen fur elektrische Steckverbinder, wobei die
Kontaktelemente wahrend des Herstellungs- und/oder Bearbeitungsverfahrens an einem Transportstreifen festgelegt sind. Dieser Transportstreifen
wird nach zumindest einem Teil des Herstellungs- und/oder Bearbeitungsverfahrens durch Umformen zwischen den Festlegungspositionen
benachbarter Kontaktelemente in seiner Materialstarke reduziert, so dass sich der Abstand zwischen den Festlegungspositionen benachbarter
Kontaktelemente vergroBert. <IMAGE>
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